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轻松方便实现高精度切割晶片

手动划线笔

■  防止划线时晶片移动

■  方便确认最佳划线位置

■  设定正确的切割点

■  保持最佳切割角度的设定

■  便于控制施加在晶片上的力度

■  轻松划直线，简单易用

特长

使用方法

详情请扫描以下二维码
（1分钟即可生成视频）

组装工具 在划线引导板上夹紧晶片

晶片

沿着引导槽切割

www.tecdia.com



ZrO2

Al2O3 GaN

干式划线
因为换线作业时不用水，所以对水溶性材料或带静电等材料，

不会由于水的因素对芯片造成不良影响

提高芯片的集成度
通常使用划线工具切割的V形槽宽度为2～5μm，因此可提高每个晶片的芯片集成度，

从而实现降低成本的计划。

控制裂纹

TD-3YP
半导体晶圆片划线刀
属于顶部划线型（适用于Si等）

所谓的金刚石划线，是利用划线时晶片内部所产生的应力原理，将晶粒切割成所需形状。

如果想要将裂痕控制到得心应手，首先需要选择适合晶片的刀刃形状。

*另TD-2P、TD-8P是定制品。

定制品

半导体晶圆片划线刀
（顶部划线型）

研发用划线刀
（顶部划线型/根部划线型）

*可根据客户要求进行定制


